联讯营收增长209%：光互联的热度，已经落到测试台上
来源：测海听涛
一、1.6T已经供货，采购要从测试任务往回看
2026年上半年，联讯仪器交出了一份让整个测试测量行业都得抬头看一眼的成绩单：营收15.31亿元，同比增长209%；归母净利润5.67亿元，同比增长903%。
收入超过上年同期三倍，利润超过上年同期十倍。
这两个数字摆在一起，已经不是"增长"两个字能形容的了。它说明一件事——光互联这把火，已经从上游的扩产计划，一路烧到了测试台上。
联讯自己对需求的解释很具体：人工智能发展、算力需求提升与数据中心建设，带动光模块和光芯片厂商扩产，进一步拉动通信测试仪器与光电子器件测试设备需求。
听着是不是很宏观？但真正有意思的，是这些宏观需求最后落地成了什么。
面向1.6T高速光模块，联讯的65GHz采样示波器、120GBaud时钟恢复单元、1.6Tbps误码分析仪、1.6Tbps光模块测试仪，已经向多家国
内外用户量产供货。
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这四个产品，对应四件完全不同的事：采样示波器测眼图，时钟恢复单元提取时钟信号，误码分析仪和光模块测试仪做误码测试。面向高速DAC铜缆的高速线缆测试仪，也已批量交付。
你要测一个1.6T的光模块，不是买一台机器就完事了。你要测眼图、要恢复时钟、要算误码、要测线缆——这是一组测量任务，不是一台设备。
站在光模块测试台前，采购评估其实只有两层：硬件能不能完成待测模块所需的眼图、时钟恢复和误码任务；测试软件能不能按目标模块的规范组织测试，并衔接既有流程。
联讯还披露了用于光模块测试仪、光模块测试一体机的自研测试软件平台，采用图形化、模块化、可扩展的系统测试框架。硬件是骨架，软件才是让这套骨架动起来的神经。
产品放量已经直接砸到了毛利率上。上半年综合毛利率71%，上年同期是62%，提高了约9个百分点。公司将毛利改善明确归因于65GHz采样示波器等高技术附加值产品持续放量和产品组合升级。
这组数字说明什么？说明在光互联这条赛道上，你只要能拿出高附加值的产品，市场是愿意付钱的。

二、上游设备扩大出货，测试对象决定采购入口
很多人只盯着光模块测试，但联讯这盘棋比那大多了。
光互联测试的生意，还落在光模块的上游。
联讯披露，CoC光芯片老化系统、光芯片KGD分选系统、硅光晶圆测试系统，对国际头部用户的出货规模持续增长。OE芯片KGD分选系统则已通过客户验证，并在上半年实现收入。
这几个名字，对应的是完全不同的器件形态和测试目的。
测试对象
对应任务
贴装在载板上的CoC光芯片
老化测试
未封装的光芯片裸Die
分选测试，筛选合格裸芯片
硅光晶圆
晶圆级功能测试
CPO/NPO光引擎OE芯片裸Die
分选测试

KGD，就是经测试确认合格的裸芯片。
同样是"光"，裸芯片、载板器件和晶圆，测试方案完全不是一回事。 围绕它们，测量与自动化方案的评估入口各不相同。
对厂商的市场团队，客户开发要沿着器件和工序找任务。对集成商，评估此类设备时，要围绕实际样品确认测量、连接、夹具与自动化动作如何配合，测试结果能不能支撑该工序的判断。
测试对象变了，设备入口、方案评估和交付工作，全部要跟着变。
这也是CPO相关需求在财报中最具体的落点：OE裸芯片分选已经形成收入，但收入金额未单独披露。已经有商业化落点，但规模还需要新交付来证明。
另一个方向是高速光电混合测试ATE。公司拟启动这一项目，目前初步完成技术预研，目标是把电学与光学测试集成到统一的自动化平台。
统一平台是公司提出的研发方向，OE分选系统则已经完成客户验证并形成收入。一个在画图纸，一个已经在客户产线上跑起来了。

三、源表、WAT与功率测试，要沿器件需求拆市场
光互联是联讯最亮的那张牌，但它不是唯一一张。
联讯的电性能业务已经有明确的订单和出货进展：精密源表、WAT测试机的订单与出货规模增长，WAT取得国内头部半导体用户的批量订单，并推进交付。
精密源表面向半导体、通信器件的电学参数测试；WAT即晶圆允收测试，将电性参数测量落到晶圆环节。单台仪器与晶圆测试系统，对应的是不同层次的工程任务。
研发方向也在按应用展开。在研的新一代脉冲源表，面向激光器芯片的低热耗测试；高通道密度源表，面向硅光芯片多通道、高分辨率测试；新一代WAT则朝并行晶圆电性测试推进。
功率器件业务则落在另一组任务上。面向车规级应用的碳化硅晶圆老化系统、功率芯片KGD分选设备，持续规模化交付，新一代PB6800、WLBI3810已完成客户端交付。
晶圆老化、裸芯片分选、电性参数测量，分别对应不同的测试目的。
梳理半导体测试机会，一定要先把工序和测量目标讲清，再讨论单台仪器或系统配置。客户名称只是线索，器件和工序才是测试需求的真正入口。

四、新一代产品的机会，要跨过客户验证
联讯的下一步，有几个明确的节点。
面向2.4T/3.2T光模块眼图测试的新一代采样示波器及其时钟恢复单元，自研采样保持芯片已成功流片，公司预计2026年下半年向头部用户送样验证。另行布局的实时示波器仍在研发，当前量产供货的65GHz产品属于采样示波器。
存储测试要分别看测试系统与分选系统。在研高速存储系统面向高速存储颗粒测试；HBM KGD系统面向HBM裸芯片分选。
高速存储测试系统的自研ASIC、PE芯片已成功流片，相关项目已通过国内头部DRAM厂商的ETS工程验证，整机验证仍在进行。HBM KGD系统在客户处推进送样验证，中速存储测试系统研发项目也已启动。
上半年，高速存储测试与HBM KGD两个项目合计投入约7305万元，约占公司本期研发投入的29%。
投入说明布局力度，验证进展说明产品走到了哪一步。 这两个维度不能混为一谈。
对采购方，现有量产产品可以围绕具体项目评估配置和交付；在研与验证中的新品，则需要安排相应的试用和验证工作。对销售与应用团队，当前产品支持、样机验证和后续商业导入，也有完全不同的工作重心。
后续业务判断将围绕三个结果展开：1.6T产品能否持续供货，新一代采样仪器能否按计划送样，存储项目能否推进客户验证并形成新的商业交付。

五、卖进客户现场，才进入交付的硬环节
上半年，联讯境外收入占比54%。
新加坡办公室、马来西亚制造中心、泰国技术服务中心，以及日本、美国、韩国等市场的布局，为海外销售、供应与服务提供支持。
联讯采用直销为主、经销为辅的模式，经销商承担区域响应、服务和客户导入中的相关工作。对渠道与集成商，围绕器件应用、方案配置和当地技术支持组织服务，是可以具体展开的方向。
用户评估方案时，建议把交付工作提前问清：是否需要安装调试，哪些测试项目用于验收，技术支持怎样落实，测试配置如何衔接现有流程？
这些问题不是走过场，它们会直接进入业务兑现。
按联讯收入确认政策，无需安装调试的仪器，内销在客户确认收货时确认收入，外销在完成出口报关并取得单据时确认收入；需要安装调试的半导体测试设备，则在完成交付和安装调试、经客户验收合格后确认收入。
对需要安装调试的测试设备，出库之后仍要完成安装调试与客户验收。 设备发出去，只是万里长征的第一步。

联讯已经交出硬结果：光互联测试需求兑现为规模供货，高价值产品放量兑现为盈利改善。
接下来，产品要交得出，新品要验得过，货款要收得回。
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